uNN 4

NAUBINISIAE

1 o A

AMNUATBINITILATIZITRIING (Gap Analysis) WAZNNNNTAaNATalszifL

1 %
a

nsWauNelfulanszuaunisngs Tnaanaad@asduingauinfisiulunszusunisuas
dl v o 1 1 a o =X dl dl | ¥

delean1siinaiusmumndeayauaziiaziaime sonlidsand@asindusiumeaainis
nannagayidesinar i lidnlatadymuazanimszydssifiunazionisimun s el

o

2 A v 0 X
ﬂ?ﬂ«lﬂﬂ‘]&f’]uiﬁmﬂ’]ﬁ‘ﬂ’]ﬁuﬁm’m

[ %

9/ (Key Performance Index; KPI) fA8 N13aANTINIDY

o/ al % [ - A

mqau lead frame lunszuqunns Die Bond %uﬂumi@mmﬂmuwu@umumuj ABANNT

q

a

AryiAenilaannandngaL

Q

a L4 v aa o a [
4.1 ngatAgIElaqE Ny N'élﬂig‘i/l‘i.lLL@&'ﬂ’]‘iﬂ’]Luuﬂ’]‘iﬂ%‘Uﬂi\‘l

a a

= = Yo a o 8 v a 2 o

AINNNFANEIDINTTLIUNT MR ALNAzin linn19geoy1de wazldnnnIg
Amazineaninnsne auldiladenazdanansznusianisiia Lead frame Tunszuauniange
Die Bond @ilag] 4 tadaman-) waz 2 uwimenisdfudlgs dsile

4.1.1 tlaqa9 1 98019 setup 14 Lead frame a1uaun1N

sl T . A o o o Y . o =& = o PRy '

Jann3seALeresanstutiaqiu Anissarnlag Ailadesnulsninasenninin
91 1HwA Aeanmiagluuug X-Y (X-Y Dislocation) BAaLANIN1INIZANEA189N191 T4
(AG Paste distribution)

1 dD . . IS 2 o £ 1a

ANANNLE RS LWL X-Y (X-Y Dislocation) Rdanuuasadluiiy 100 luasan
(Specification < 100 um) uazdAINIIALANERNGWFAWINTL 80 THAsaw (Control < 80

aaal o 1 o dl
um) 1ALRATNITAANAILAAS NN 4.1
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1
f i f&? -
SUFFORT BAR
EE— SCRIBE LINE
- — |y
V1 :
_r . DIE PAD y
K
10
Dislocation X = - X

2

Dislocation Y

I
=
'

= 1'1

NNA 4.1

AN AAAHNLERe LG X-Y

ANNIINTEANEANTBIN1IUILA U (AG  Paste  distribution) ﬁm?muam

o

ATUANETUY A ABINNMNsza U (AG Paste) aanu1snudne@n (chip) luitlaandn 3 Tu 4
FN1 FIUAR AT 4.2

N —
Tt T

NNN 4.2

DL NN UALAZIAAINAMANHOAENINIZANEFIT89N 19U s2a7U (AG Paste)

AR T UABUNNIEIAAFRIENINLAN FBNN2BIA AT NI LAY
e SdupeuiiRacdeiunigld lead frame AR NMIEAANAIUMLGTR9NIVEEANTY
U9ra11 (AG Paste) N17U5un19nszanefauadni1alszanu (AG Paste) kazn1sdiuniging
T luuuaunu X wazunu Y Saanisdernusazaield lead frame wN ALY lead

frame M AWLLARY AsinsdiuilgaisnisTaanisanatuauaednid Tunsssaas Ae
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- MsMERAN19LlITANY (AG paste) AINARANLMLNNITN Lﬁa@rﬁ%mm ANAY
ANAKIAE 1 Lead Frame WADANAZANUIL 1 ARANY (1 Lead Frame & 8 column)

- NMINERANTILTZANY WAZNIINTNAN (Bond Ink Chip) AnutenAsiaz
1 Lead frame anwaadnuan 1 paduil tneld Lead frame Wiuidl Die Pad d1afiwanly
Lead frame ¥i5anseil A die pad 9191514 Lead Frame lula

- UFUATWMLEINN9919 Chip TUWILAY +/- X 95BN +/- Y Tael¥Anildann
N139ANNE1989 U A lE X = +20 Tuasen Wl5uldniesiu X = -20 lumsen

naanNsUiugeiamsdeiindnasndnediu inlflddensluazesnszuauns

anuuuilagiudaning 4.3 Wusuulfulgedanmd 4.4



Feed Lead frame iinip3ag Die Bond

|

Bond AG paste asuni Die Pad

Wagsinuwmie s 1 LUF

AFIAFA UG L UUIGIFE
auundagluiasainy

UsueunmivnisBond AG Paste 1u
wud wau +- X visaunu +/- Y
Taaldnisdssunalviagnsonals

Bond AG Paste 1 L/F way Bond Ink Chip

73

11l#i Die Pad

L

ATIAXAUNITNTLANELGIUAI
AG Paste gaaaaiuniu
naavlulasainy

Usufin/an wsduau

AR ULl Chip
shasuauundasly
Tass 1Ay

UFusiunivnisang Chip
Tunuunu +/- X visauwnu +/-Y
Taaldnisdssunadiiasnan

1 Chip agjasenany Die Pad

Bond AG Paste 1 L/F
way Bond Ink Chip
1117} Die Pad 1 LF

I

Faranuifasluuud XY frandas measuring scope
(Spec < 100 um, Control < 80)

Ansiias XY aglu

control w3a'lu

Bond AG Paste

way Bond Chip dquyu 1 LF
11l#i Die Pad

I

Fadrauifiasluuud XY d1uru 2 column
(column 1 fu 8) drandagmeasuring scope
(Spec < 100 um, Control < 80)

Ansiias XY aglu

control vi3a'lu

Mass Production

N 4.3

WHUASTURALNN9AIALATASANS Die Bond awrinnnsiliuly




Feed Lead frame ina3av Die Bond

l

Bond AG paste asuni Die Pad
Wageuie 31w 1 column
NInuNa 8 column/LF

}

Feed Lead frame rhuaanannia’ad

fsIAFaUGIUUUY AG Paste
column fgm GIaEaaIHIU
ndavlulasaiay
“Laisinu

Bond AG Paste uay
Bond Ink Chip s7usu 1 column 114 Die Pad #Awmdalu

UFusunmivnisBond AG Paste
Tuuun wnu +/- X vaunu +/- Y
TaaldnisUseunalviatasnaie

Feed Lead frame fuidingin3ad
(61 LF inidfi Die Pad 3191914 LF

Lead frame wdanseilidl die pad 3191l LF Tl

}

Feed Lead frame rinuaanainiasad

iy

AFIAHAUNITATLANLGIUAY

i)

AG Paste ghagaainiu
ndavlulasaiay

Yaaranuiasluwud XY
(XY Dislocation) giiandav
measuring scope 1 column

(Spec < 100 um, Control < 80 )

Ansiias XY aglu
control wia'lai

Ly

Bond AG Paste
way Bond Ink Chip dquyu 1 L/F
11171 Die Pad

!

Jadanuiacluuud XY
(XY Dislocation) gaanaad
measuring scope 2 column(column 1 fu 8)
(Spec < 100 um, Control < 80 )

Ansiias XY aglu

‘Laisinu

Ususiumivenise Chip
Tunwiwnu +/- X wdaunu +/- Y
Taalindfldannnisiaudeds
(12du Jaa'lé +X Widsy -X)

control w§a'lai

Tad

Mass Production

NN 4.4

waudeiumeuluN19F9AILATEN4NS Die Bond nasiluilgs

74



75

2
J

4.1.2 112389 2 Lead Frame ldnaplansanan, ilaqan 3 98n1saaanld

L4

Lead Frame WA2AQ9N4 LAziAq8N 4 N5l LF 259 4N19AIANLATAIANS

wasannilaqiiulainislidngauniiu Lead Frame a3 lunnsdsAinasldeu

dl o o V4 dl 173 =3 Y v Q’l 14 2’/ 1 4
1a9tATadanIN Iida ldeuiaiaudasiasyia lead frame uae lead frame mmmhmﬂﬂm

¥
I ¥

ATRen denaliigoyde lead frame TadsuyuAnuinegs eudilymisainiladail a9l

Q a

VINNNINARBNLIANENN JaANALNU lead frame TAailn1gAELNAT A9l

o ¥

(1) MnsdunndayauaziFauimeuduiagmaununiiullly Tnaddeandn

'
a !

A8 FaIds1AINgNNen Lead frame Wldluilaaiiu uazfeawmaunuudolidsuansznisia

ATININIDILARTTUT YINNNIUTAANAUNUTINNUANT IAAIA9197 4.1

AN 4.1

wapsnadanluniImdannaunyy

980 FIAYNYAE AunuUsianiae | n1sldeu / n1s
(UN) WsusanisLd AL uNNg
U 10,000 PSS
1. lead frame @34 62 62 Hudaiaviud /anunsnidin
anaingla
2. Lead frame a34 63 6.3 anunsnldaulglainnngn
WABLNANEAN A (Uszaunnsldenu | 10 A%q /130 lead frame 37
0.125 mm 10 ﬂ%ﬂ/LF) wasunanamanlalatneg
U9 0.125 mm
3. &9 Lead frame | (1-5000) 120 75 Hudaiieiudt / detelad]
Dummy uuulaigu | (>5000) 30 fusnaks usn 5000 LF

WANARNLAAAL 125 micron 218 A4 1 pack 100 Wi $1A1 499 U LaRe 5
U/UHY weeaaL 1wl 1Eieaau lead frame 16 5 LF faiiu 1@ag 1 LF 1Fueiumaay 1
U

AMNANINIBELNEUTAANAUNY WUTT N19U Lead  frame  A39NTLARDL

wanananlauniadeni Fsuyusenisananngaidamausanisldanu asaannisin

q

Lead frame A39LARALNANARAN 1A 0.125 mm
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(2) AEIBN131IN lead frame AMNHWARDLNANARAN 1AW 0.125 mm.

(2.1) AALHUNAIAAN AL N9 62 mm 817 220 mm.

220 mm

62

mm

(2.2) MNNLRUNANgRAN A

(2.3) Anueunanannlan lead frame taelinavaasudunaasinla ol
(% :J/ 1 [ %3 ] a ¥ % ¥ ¥ tﬂl
WWIERLe Outer Lead Fiauanga viuusuazas Azl douisnagsnuuenseaiuliine

Asueirasans iy Guide Pin.




7

(2.4) 11 Lead Frame MiAaausnsLAzadtARaLnaNgRn

(2.5) W ldaaivlu lead frame magazine wWEand iU T ldau

(3) NM3tinauNN I lud e iR ANz ARAT lFINLE5S

(3.1) 1 Tweezers il Chip aanlinun
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(3.2) W1 Wiper 91U Alcohol 1ia AG paste aanliuun

(3.3) m3adauAltdnaAtnunaadluinsalail 20x 97file Die bond paste

a oA 1
Rnotjvan

o o

(3.4) W A UTaRdaAL nEaud SN 1Ean
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v
o

(4) naaaumIatgnIeldanu (Auauaisiaiunnldeuls) Tnaddunaunng

NAaaLNIaIYNI7Ide U Lead frame NAABLIAININT 4.5

1in lead frame fivpAauwaiafinuan

1
1 lead frame finsTinvansalyl

> 1 Auto run
| 1
| . |
+ hdialun1sasiaday !
.1 Lasyagayg guide pin finns !
nsyadausnw lead frame S0 Euval |
fhaduanundaluinsaindidy ¢ 2. as1aRaunnuAdausisan !
\ “ ' 1
uene 20 wih N oo S0 wiavaeaanwtalal
\\ 1
1 3.asadaudN WL LAY !
1
1
]
|

Lead frame §j 19

aamwinldou’le

waa'la

fuindunuaferiniunnsidou
y A
vinAnuaraie lead frame NEYANITNAFAL
-
NN 4.5

waAIumauN1IMNAReLNIBIYN1TIE9 U Lead frame



AN919T 4.2
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HANNINAALLNBTYNTT1HU Lead frame LARDLWAN

a%vinlateu
Sample 1| 2 3| 4 5 6| 7 8/ 9| 10|11 | 12| 13| 14| 15
1 O|]O0O|] O |O| O OO0l O|O] O |]O]|O O ®) O
2 O|]O0O|] O |O| O OO0l OO O|]0O]|O O ©) O
3 O|O0O] O |O] O O|]0] O|]0] O |]0O0O]O O] ©) ®)
4 O|O0O] O |O] O O|]0O] O|]0] O |]0O0]|O ®) ©) O]
5 O|O0O] O |O] O OO0 O|]0O] O |]0O0]O 0] ©) 0]
6 O|]O0O|] O |O| O OO0l O|O] O |]0O]|O O ®) O
7 O|]O0O|] O |O| O OO0l OO O|]0O]|O O ©) O
8 O|O0O] O |O] O O|]0] O|]0] O |]0O0O]O ®) ©) O]
9 O|O0O] O |O] O OO0 O|]0O] O |]0O0]O 0] ©) 0]
10 O|]O0O] O |O| O OO0l O|O] O|]0O]|O O ®) O
11 O|]O0O|] O |O| O OO0l OOl O|]0O]|O O ®) O
12 O|]O0O|] O |O| O OO0 OOl O|]0O]|O O ®) O
13 O|O0O] O |O] O O|]0] O|]0] O |]0O0]|O O] ©) ®)
14 O|O0O] O |O] O O|]0] O|]0O] O |]0O0]O ®) ©) 0]
15 O|]O0O|] O |O| O OO0 O |0l O|]0O]|O O ®) O
16 O|]O0O|] O |O| O OO0l OOl O|]O]|O O ®) O
17 O|]O0O|] O |O| O OO0l OOl O|]0O]|O O ®) O
18 O|O0O] O |O] O OO0 O|]0] O |]0O0]|O O] ©) ®)
19 O|O0O] O |O] O O|]0] O|]0O] O |]0O0]O ®) ©) 0]
20 O|]O0O|] O |O| O OO0 O |0l O |]0O0]|O O ®) O
aZuitlaiou
Sample | 16 |17 |18 | 19 (20|21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total mmqﬁtau
1 O |O0O|O|0O|X 20 5 guide pin finsi8u
2 O |0 |X 18 3 guide pin finsiBu
3 O | X 17 3 guide pin finsLiy
4 O |O0O|O0O]|]O0O|0O]|]O]|X 22 5 guide pin finsL8u
5 O |O0O|O|0O|X 20 5 guide pin finsi8u
6 O |0]|]0O0]O0O|X 20 3 guide pin finsLiy
7 O |O0O|O|X 19 3 guide pin finsiBu
8 O|]O0O]|]0]J]O]|]O]|O]|X 22 3 guide pin finsLiu
9 O|O0O|O0O]O0O|O]|]O|]O]|O0O]|X 24 5 guide pin finsi8u
10 O |O0O|O|O]O|X 21 5 guide pin finsL8u
11 O |O0O|O0O|X 19 3 guide pin finsiBu
12 O | X 17 3 guide pin finsLiy
13 O |0]0O]|X 19 3 guide pin finsLiu
14 O |O0O|O]|0O|[X 20 5 guide pin finsi8u
15 O |O0O|O|O]O|X 21 5 guide pin finsi8u
16 O |O0O|O|0|X 20 3 guide pin finsiBu
17 O|O0O|]O0]J]O]|]O|O]O]|X 23 3 guide pin finsLiu
18 O |0 |[X 18 5 guide pin finsi8u
19 O | 0|00 |O0O]|X 21 5 guide pin fins8u
20 O |O0O|O|O]|]O0O|]0O|O]|]O]|X 24 5 guide pin finsiBu
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One-Sample T: Lead frame Usage test

Test of mu = 20.25 vs mu not = 20.25
Variable N Mean StDev SE Mean
Lead frame U 20 20,250 2.04%9 0.458
Variakle 99.0% CI F
Lead frame U 18.939, 21.5&81) 0.00 1.000
=
NN 4.6

LARNNANNTANUIRS T-Test #1818n"13 149U Lead frame

Histogram of Lead frame Usage test

(with Ho and 99% t-confidence interval for the mean)

Frequency

Lo i

T I T T I I T I
17 18 19 20 21 22 23 24

Lead frame Usage test

NND 4.7

v
uansdalaunsurasawInaiansldenu Lead frame

AMNUANITATIAZAL Lead frame MMN397 4.1 YIUANNITNITANUIDLTIAD A

dl k73 aa zl/ dg/ k%4 ¥
IAMIIZEIZLIAINNT LU Iﬁﬂﬂ’]?‘l’]ﬂ@‘ﬂu‘ﬂ%‘]@ﬂﬁ]ﬂﬁ\‘luimﬂﬂ’]ﬁ‘ﬂﬁﬂﬂﬂuﬂu T-Test uagld

] |
= =

Nilsunsudidaginiepaniamasingasfiuon Tananliae Lead frame azBui@anied

o - e 4 e eo o

Lead frame 1 18.939 114 21.561 NszAUANTRIU 99 wlafinus AanIni 4.6 uaznIni
v i v !

4.7 Gt @1gn13 149128 lead frame AlAAAMMABMEWNGL 18 ATITITzAUAN

a3 99 wasimus AN uuAIIuILATIlun1slEINuTIAe 18 A5
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4.1.3 neaaain1slsuilgans 2 s lunasavldanu

| o ada [ i’/ ¥ A as ?:/ 1 dl o
Lﬂuﬂ’]ﬁ’l@@‘ﬂﬁu’]’)ﬁﬂ’]?ﬂ’]?ﬂﬁ‘ﬂﬂﬁ;\‘m\‘i 2 AU AR ITNITANANLATANANT LLAZNT

4 Lead frame wpaaunag@finlauns Lead frame 439 linagauldans Inedmsziuale

=< A o A

AIUANNINTBINITLIUNTHAR TR lsNANATyRa

o

(1) N1IATIRADLNITNIZANEAURINIILUTZEAU (AG Paste) ﬁm@muau

o

ATUANEILE AB AEINN19172411 (AG Paste) aanunfnudng chip lddaandn 3 Tu 4 dnu

Q

Tanan azidudayauuy attribute nsngaaaauazldnisnmaundedlutasalaua

ANA9ENE 20 W1 Bnainndnaunlacuilusaninilsynausnuanedl

Good NG

i\
R R [ ——

(2) ANNTLEeeluwIg X-Y (X-Y Dislocation) A8 A1N19$974 Chip U1 Pallet
2199 Lead  Frame  7iitlavaanllannaiunisguanansfasiaatnslunindneang
(Specification X, Y < 100 um) lngazia@nan X 438 Y AnlaAuieanuinnansieuiu

AANUUAUDINARAEUT

I
Xll

"._.._
f } f& 1
SUFPORT BAR
— SCRIBE LINE
- — |y
Y2 '
_ = . DIE PAD y
“X:"I
1
Dislocation X = X - X

Dislocation Y

I
et
=
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(3) N19NAEaUAN Die Shear aznime Die Shear Tester machine lagiAn
Die Shear Wlusaudsivsuaniaainuanunnlunistinfngzidng Chip AU Die Pad Tnsid

Specification A8 NINNINVFRWINTL 0.8 Kgf.

T 173 wasanuwn Chip Taetaan Die pad

(4) WWINNNINAAILNITENTENILUTUL99e 2 1 Taduuan1eAanIng

4.8 Iein3NAaad lFA2a819 40 Lead Frame

farATesanslneld Lead Frame

WPRALNATARN WAZABN19NLF U

A4

Auto run vA3a9an 3 Tmel 14

Lead Frame a34lia g Ink Chip
!
111977 Die bond kA lunsqagey

kaz3ImAN Die shear, X-Y Dislocation

LAYNI19NTLANLUFIUDI AG Paste

AAIIZINANITIA

Taenne vy Spec usatindn

NN 4.8

WWINNNNINAABLINTUNIB N5 99%a 2 nu
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(5) NAT LARNNNNTMTIAEBUNITNITANEFHIUBIN1IL T2 AN (AG Paste

distribution) 11491 40 L/F 1a8in13M399481 100%

AN9199 4.3

NANAADLINITNIZANEFA2189 AG Paste

Lead Frame

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Auuu(IC) 24 | 24 | 24 24 24 24 | 24 | 24 | 24 24

GOOD 24 | 24 | 24 24 24 | 24 | 24 24 24 24

NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lead Frame

No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AU U(IC) 24 | 24 | 24 24 24 24 | 24 | 24 | 24 24

GOOD 24 | 24 | 24 24 24 | 24 | 24 24 24 24

NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lead Frame

No 21 22 23 24 25 | 26 27 28 29 | 30
AUIUIU(IC) 24 | 24 | 24 24 24 24 | 24 | 24 | 24 24

GOOD 24 | 24 | 24 24 24 | 24 | 24 24 24 24

NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lead Frame

No 31 32 | 33 | 34 | 35 | 36 37 38 | 39 | 40 | TOTAL
FuUIU(IC) 24 | 24 | 24 24 24 24 | 24 | 24 | 24 24 240
GOOD 24 | 24 | 24 24 24 | 24 | 24 24 24 24 240
NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANANINR 42 maniInmageunudnlaifendeiifiaainninszanssa
21839n1915241U (AG Paste) Hnlsni ﬁ\iﬁummmm;ﬂé’fjﬁ nsseAwrsesdnsingld Lead
Frame TuAROLNANEAN TAIHARENIINILANEFAT09N1INTLANE FRTB9N1I TEA (AG
paste)

(6) LA ldaNnNnIImAgaL X-Y Dislocation 41ua 40 L/F 4N lead frame
a2 4 fetng IeisumianisdnAALEasluLw X-Y AaugadlunInd 4.7 uaznanis

1%

AAINT7LE 291N X-Y (X-Y Dislocation) f4m131497 4.3



oo Oo oo oo Ogo oo pOo Oo

NNA 4.9

LAAIALMLNNNITAANAHIE B9l X-Y

AN9199 4.

4

WAPINANTTIAAINTTLE B LAY X-Y (X-Y Dislocation)

ALUUINITIA ALUUINITIA
L/F No. L/F No.
1 2 3 4 1 2 3 4
1 25.50 | 39.50 | 30.50 | 38.50 21 33.00 32.00 34.50 38.00
2 16.00 | 19.00 | 20.00 | 17.00 22 2.50 7.50 7.50 47.00
3 28.50 | 13.00 | 15.50 | 34.00 23 13.50 7.00 16.00 13.00
4 25.00 | 21.00 | 16.50 | 11.50 24 6.50 11.00 25.50 5.00
5 23.00 | 18.00 | 27.50 | 11.50 25 5.00 14.00 15.50 10.50
6 11.50 | 11.00 | 26.00 | 27.50 26 5.50 5.50 26.50 6.00
7 37.50 | 23.50 | 25.50 | 20.00 27 3.00 7.00 28.50 10.50
8 9.00 | 13.50 | 21.00 | 15.50 28 29.50 35.50 23.50 35.00
9 32.00 | 11.50 | 14.00 | 15.50 29 24.50 25.00 26.50 20.00
10 29.50 | 32.50 | 18.00 | 19.00 30 19.00 27.00 14.00 16.00
11 14.00 | 21.50 | 19.50 | 13.00 31 5.00 13.00 33.00 27.00
12 33.50 | 38.50 | 43.00 | 46.00 32 32.00 34.00 22.50 12.50
13 19.50 | 10.00 | 22.50 | 17.00 33 22.00 30.00 21.50 15.50
14 16.50 | 17.00 | 34.50 | 14.50 34 28.00 32.00 14.50 37.00
15 6.00 | 14.50 | 23.50 | 27.50 35 23.00 11.50 2.00 26.50
16 1.00 | 16.50 | 14.00 | 18.50 36 12.50 22.50 9.50 6.50
17 11.00 | 25.00 | 17.50 | 12.00 37 15.00 20.50 22.00 17.50
18 16.50 | 23.50 | 25.00 | 22.00 38 6.000 5.000 9.500 | 25.000
19 9.50 9.00 | 17.50 9.00 39 11.000 | 10.500 | 25.500 | 20.500
20 18.50 | 29.00 | 32.50 | 32.50 40 11.500 3.500 | 20.000 | 16.500
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Anuan13inA TuaNeN 4.3 Inasuiudeninuauaziduniuauuan
HAANEABN19TAAINITLEIB TUULLALNY X-Y (X-Y Dislocation) Hnudianivuauaziduaiunn
nanuannal Inalnaudasauilsildldinnsaruansaanszuauniamieans (Statistical
Process  Control,  SPC) walun1s@n®1asafllanan1sANuI tuuIANAINEIN1T0 YD
N3TLIUNIT (Process capability, Cpk) ANLLNBAIIARELANAINITNIBINIZLIUNNT taE)
TiTsunsudniFagidoalunisAuinimnan Cpok auaildna Cpk = 3.44 THAWINNGN

=) a a a = o Y o a o o ey .
1.67 wanananszununsiilsz@nsnan Tnenauiudenuunaesuansined (Specification)

<100 luAsau

Process Capability Analysis for XY 1 - XY4

Froocss: Dats

100.000 b Tiitin

Fotential (Within) Capability

AR 4.10

W&AY Process capability analysis 1891 X-Y Dislocation

(7) wadnlfannnismeaaunisdnAn Die Shear NsmadaUaznadaL Tnagu
T lead frame 4AMuIUAIRENN lead frame 8% 3 ICs Tnaguyianum 40 Lead frame T9HHA

nN13gunN193AA1 Die Shear WARNAIANIIN 4.4
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AN9197 4.5

LAPNNANNTIAAINIINAZAL Die Shear

Sample Sample
No. IC1 IC2 IC3 No. IC1 IC2 IC3
1 2.590 3.347 3.252 21 1.946 2.369 2.136
2 1.728 2.131 2.271 22 1.728 1.849 1.935
3 2.814 2.480 2.309 23 2.060 2.361 2.531
4 2.631 1.716 2.125 24 2.699 2.527 1.902
5 1.669 2.312 1.986 25 2.346 2.523 2.463
6 2.597 2.352 3.195 26 1.864 1.896 1.980
7 2.490 2.691 2.606 27 2.944 2.299 1.730
8 1.727 2.248 2.451 28 2.209 1.832 2.380
9 2.621 1.719 2.682 29 2.411 2.465 2.024
10 2.764 2.248 2.355 30 1.980 2.113 1.752
11 2.378 2.034 2.060 31 1.828 2.093 2.557
12 2.483 2.454 2.029 32 1.851 1.862 1.892
13 2.005 1.968 2.421 33 1.917 2.008 1.735
14 1.996 2.014 2.575 34 1.890 1.791 1.976
15 2131 1.862 1.971 35 2.480 2.868 2.151
16 1.704 1.899 1.960 36 2.732 2.627 2.532
17 2.678 2.164 1.887 37 2.907 2.626 2.260
18 1.737 1.917 2.509 38 1.701 2.579 2.416
19 1.852 2.762 2.438 39 2.532 2.349 2.708
20 1.953 1.816 1.899 40 2.167 2.059 2124

AnuANIIgNInATlWuA99% 4.4 Insfraumesuiudaninua(> 0.8 Kg.f) wan
WuI1AN Die shear inudanivuariannannan tnatnsudasouisan Die shear #lailadinng

AYLIANAAENIZLNUNINNATEA (Statistical process control, SPC) weilunsAnmnAFeillamn
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NNIATUIIMIANAIHATNITOLBINTTLIUNTNAR (Process  capability, Cpk) fiatl Live
MIvagaLANAINITnTednszLaunIg InaldllsunsuddagddaelunisAuanimidnmanu
A1HN1TNVBINTTLIUNIHAR (Process capability, Cpk) Teuai lfiAa Cpk = 1.58 T9N1NNI1

=S = a Aa = o Y o a o s
133 waasdanszuaunisidsz@nanindunans lneneuiudeninunaeanansioe

(Specification) NHBINANNINNIYTEWINAL 0.8 Kg.f

Process Capability Analysis for C7 - C9

LSL

Proocess Data

0.50000 Overall
232428

120
0.202220

0.271270

Potential (Within) Capability

CPL 1.58

Cpk 1.58

AIWA 4.11

@AY Process capability analysis 984/ Die Shear

4.2 a51lua nauuazuaINIslsulgs
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o

AOAU Lead Frame atindsialiias @11130431na19901999 Lead frame 165951191991 4.5

UAYANTNTN 4.6
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waAILINNUNIINN Lead frame uandszinnieuuasnaanisiulys
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Lead Frame naullfuilgs

ltem Apr'08 May'08 Jun'08 Jul'08 Aug'08 Sep'08
T/C (pcs) 160 146 105 170 175 103
Jamming(M/C Error) 18 2 141 24 15 31
Set up M/C (pcs) 64 68 53 29 30 60
M/C Down (pcs) 7 4 13 12 11 0
Others (pcs) 0 2 7 10 11 6
Total 249 222 319 245 242 200
% Material yield 98.50% 98.89% 98.00% 98.19% 98.23% 98.56%
Actual request (pcs) 16569 19922 15957 13533 13701 13901
Input(KIC) 431.99 460.89 392.40 319.00 312.00 320.00
%Target 99.45% 99.45% 99.45% 99.45% 99.45% 99.45%
Lead Frame PESTTHEN

ltem Oct'08 Nov'08 Dec'08 Jan'09 Total
T/C (pcs) 31 15 6 4 56
Jamming(M/C Error) 13 4 1 0 18
Set up M/C (pcs) 8 2 8 0 18
M/C Down (pcs) 8 12 0 15 35
Others (pcs) 9 19 4 0 32
Total 69 52 19 19 159
% Material yield 99.61% 99.55% 99.68% 99.90% 99.70%
Actual request(pcs) 17,637 11,627 5,991 18,272 53,527
Input(KIC) 400 228 162 50 840
%Target 99.45% 99.45% 99.45% 99.45%
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AN9197 4.7

WaAILTNNUNITNN Lead frame naulaznasnsLiulys

naullfuilgs D
ALRRY
AU Apr'08 | May'08 | Jun'O8 Jul'08 Aug'08 Sep'08
And11n1394 lead frameann
AR T/C 0.97% 0.73% 0.66% 1.26% 1.28% 0.74% 0.94%
An&2UN1994 lead frameann
AR Set up M/C 0.39% 0.34% 0.33% 0.21% 0.22% 0.43% 0.32%
An@1n13914 lead frame
iﬁunﬂ?ﬂm@l 1.50% 1.11% 2.00% 1.81% 1.77% 1.44% 1.61%
VESTS TR D4
ALRREY
LAauU Oct'08 | Nov'08 | Dec'08 Jan'09 Feb'09 Mar'09
An&9UN1999 lead frameann
AR T/C 0.18% | 0.13% 0.10% 0.02% 0.11%
And11n1394 lead frameann
AR Set up M/C 0.05% | 0.02% 0.13% 0.00% 0.05%
An&2UN1394 lead frame
FINNNALIG 0.39% | 0.45% 0.32% 0.10% 0.31%

[ %

AINANIINT 4.5 UATANINT 4.6 annsnagllidndndaunisiia lead frame aan

:j/ 1 dl o A o ] dl A
A1 Type change HATAINANURANITANAILATANANT (Setup M/C) HARAIUNAARILUAD
WAL 0.11% WAy 0.05% AINA1AL wananidndasunisiinasuanaduaainiu 0.31%
Wa1suIn g 4.3 nanuanuuaiudndounisie Lead frame nauuaz
waamnsL5ulganana nemuaansfutlseiiuunlinanasaindosnaulfullys uansldiviv

' o [ = o o ¥ % ! qu dldd?
Q’]M@\m’ﬁﬂ?‘]_lﬂﬁ;\ulN@@‘Wﬁ%’]\‘iﬂ’]u'&ﬂﬁquﬂ’]?VN lead frame NA1UL
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nslugnvdindrunisie lead frame aanatéiau Apr'o8 - Jan'09

05 - ' ' ' %
2:50% Aaudiuilye navlsuilge
2.00%
(]
£
8
5 150% 1
2 ATTTN
o / N
% 1.00% e ~
c ~ / N\,
$ - “~ \
0.50% N
-\"'\.—/\\\:‘\./k\_
———
0.00% T T T T T T T T T - 1

Apr08 May08 Jun'08 Jul08 Aug'08 Sep'08 Oct08 Nov08 Dec'08 Jan'09

—+— dadiunnsiiy lead frameananing T/C —=— Fadun1siie lead frameannauvia Set up MIC
—— faadrun1599 lead frame syunnaILUG

AN 4.12

nauanuun Indngaun199ie Lead frame nauwaznaansliulg

fa190unaNANg19T 4.7 LﬂuﬂW?Lﬂ?HULﬁﬂuﬁunuﬁLﬁm%u[ﬁiﬂﬁﬂﬂﬁlﬂfmﬂf]i%\?
Lead frame ﬁ@uumm‘ﬁmiﬁuﬂgqmmmm;ﬂN@ié’dﬁﬁunuﬁﬁmmﬂmﬁ‘ﬁq lead frame
pauoganadan 0.0281 U/muae TutaaRew A1AN 2550 - HWIAN 2551 waz 0.0409
ummuog lutdosheaumeeu-Tugey 2552 & 0.0118 LIN/uiae %qm?mﬂwmﬂ

N59147 0.0140 LN/MU0el
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AN9197 4.8

= % dl a d’g I 1 AD 1 o [
Lﬂ_l?ﬂuwmumunuwmmumwmmmmim L/F ﬂ@uLL@Zﬂ@Jﬂ’]ﬁ‘ﬂﬁ‘Uﬂ@ﬂ

) aunu(62 B/
suangada Auu(LF) LF) dunatinsunuea IC(B)
avnatnaudduilge Oct'07-Mar-08
Type Change 855 53010 0.0140
Set up M/C 592 36704 0.0097
Jamming (M/C Error) 144 8928 0.0024
M/C Down 85 5270 0.0014
Others 36 2232 0.0006
37U 1712 | 106,144 0.0281
Actual request ( pcs) 158531 | Target 0.0140
Input(IC) 3776604
ahvnannauusuilge Apr'08-Sep'09
Type Change 859 53258 0.0238
Set up M/C 231 14322 0.0064
Jamming (M/C Error) 304 18848 0.0084
M/C Down 47 2914 0.0013
Others 36 2232 0.0010
37U 1477 | 91,574 0.0409
Actual request ( pcs) 93583
Input(IC) 2236280
ahvnauava1sulsuilse Oct'08-Jan'09

Type Change 56 3528 0.0042
Set up M/C 18 1134 0.0014
Jamming (M/C Error) 18 1116 0.0013
M/C Down 35 2170 0.0026
Others 32 1984 0.0024
37U 159 9,932 0.0118
Actual request ( pcs) 53527 | Target 0.0140
Input(IC) 838263

RAFUININA 4.4 NeLARINNTILTALLALUAUNUATNARINNNIAN Lead

= 1

Frame slaviae wWrauiausesndnanon uazndenistiutlaanszuaunis uwasiiunnefnsg

1 2
= a

15 Teaagdlsan dunuingo@aainnisdialead frame  sanuaanaunisiiulgamnguy
0.0281 u/IC (%Hamuwﬂ) LAy 0.0409 LUN/IC (ﬁ@gmﬁqqﬁm\i) ANALUABLANAY
0.0118 L /IC  Taanasnnantuuneifeldae 0.014 uan/iC  Tnapndtliuunedn

371491 0.002 UN/IC
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AN 4.13
= % dl a QQI ] 1
nauanInsnFaLaUAWUARAAINNI97 Lead Frame ianiiog

= C o o STy
WIaLnauszwdnenau LL@t‘M@x‘lﬂ’ﬁ‘ﬂﬁ“Uﬂi;ﬂﬂﬁ‘x‘]_lﬂuﬂ’]'i uazithuuneanemal’

annsiiamuRaettesaiies wdsanlinanistiuilenszuaunisld Lead
frame AnsxUaUNIHAR Die Bond laensUiuAinnsdedniiasdns muﬂ?ﬁﬂﬂiﬁm
NAUNY ﬁﬁlﬁmquqimmgﬂwaiﬁﬁqﬁ

1. ﬁunuﬁzﬂn&llﬁmfmmiﬁa lead frame meuUILanaIaIN 0.0281 UIN/IC
(i@gmﬁqum) LAy 0.0409 un/IC (%@quaﬁ'mm) 1114 0.0118 wW/IC F9aARIAININ
Hmsneiianaldie 0.014 pwic Taemndnidasnedlusiuan 0.002 1wic

2. &mdaunnsiia lead frameaINaLwin T/C  AAAIAINTILIAINBUNEN AN
0.94% {11 0.1 %

3. fndaunnsiia lead frameaIN#1LUF Set up M/C A9A9AINTILIAINDUNTIN
A1 0.32% 1 0,05%

4. dndaunsiialead frame munﬂmma%wm AIAIAINTIIAITBUNTN

AN 1.61% Waa 0.31%
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4.3 AFIAABLNANNATUNAINITLS LSS

nsmuanMsgaAauAsaniinsiulgedunusiae IC nilsiuannsiia lead frame
Framaric) TnauanenuauauazilFaudisunusuyusa IC axan EY—
danateLAaw Oct08 - Jan'09

0.0045 | 00042 (o3 ) T 120.00%
0.0040 100%

- 100.00%
0.0035
0.0030 - 80.00%
0.0025

T 60.00%
0.0020 |

0.0014 0.0013

0.0015 T 40.00%
0.0010 |

T 20.00%
0.0005 |
0.0000 ‘ 1 1 1 0.00%

Type Change M/C Down Others Set up M/C Jamming (M/C Error)
Anuniiguyide
I <o Rnsiunusie IC(aned) —@— duyusia ICazax(%)

NN 4.14
a '8 = v
NI WLARINIILATNZILLIL Pareto LFaLIeILGiWY YW

MARTIWAINN97Y Lead frame WAAZE"MA

N9 4.5 uanan13agLualiannsliulentsis lead frame an@nes Type
change AT #1116 Setup M/C NaTIFADANALFUNUATN pareto analysis UDIANUANIIN
lead frame A1NN13 setup M/C 1@auanansL 2 wWuanaui 4 Ineidndontszaunnd 12%
#9UaINa6) Type change HUANAULTUANALUINTULAN UHAZARIUAARIAINLAN 49%
1l 36%

dl = % dl a 49( o o a a dl all =)

NNA 4.6 nauAREAFELNELAWUARATUI LR ALTIAR Y] NUAAIDS

[ % a

ﬁmmuﬁunuﬁ'L'ﬁmmnm?‘ﬁmmqmu 3 i 14url Lead frame, AG Paste uaz Resin Tariau
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waznadnLiules ldfmouuansneiy duwansdinsliudsenssuaunsld lead frame
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	(6) เพิ่มพูนการเรียนรู้และพัฒนาขององค์กรและของแต่ละบุคคล 

	2.1.4 ค่านิยมหลักและแนวคิด 
	2.1.5 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ  
	สามารถจัดแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกันคือ   
	(1) หมวด 1 การนำองค์กร   
	(2) หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
	(3) หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
	(4) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
	(5) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
	(6) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
	(7) หมวด 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

	2.1.6 ระบบการให้คะแนน 
	(1) กระบวนการ หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อกำหนดต่างๆ ของหัวข้อในหมวด 1 - 6 ปัจจัยทั้ง 4 (A-D-L-I) ที่ใช้ประเมินกระบวนการ ได้แก่ 
	(2) ผลลัพธ์ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร ในการบรรลุตามข้อกำหนดในหัวข้อ 7.1 ถึง 7.6 ปัจจัยทั้ง 4 (A-D-L-I) ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ 
	(3) คะแนนของหมวดและหัวข้อต่างๆ 
	(4) แนวทางการให้คะแนน 
	คะแนน



	2.2 หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ (110 คะแนน) 
	2.2.1 การออกแบบระบบงาน (50คะแนน)  
	(1) ความสามารถพิเศษ 
	(2) การออกแบบกระบวนการทำงาน 
	(3) ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

	2.2.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (60 คะแนน)  
	(1) การจัดการกระบวนการทำงาน 
	(2) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 


	2.3 ตัวอย่างงานวิจัยของบริษัทกรณีศึกษา TQA Best Practice  
	2.3.1 บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด (Thai Acrylic Fiber Co.,Ltd; TAF)   
	(1) การจัดการกระบวนการของ TAF 

	2.3.2 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (Thai Paper Company Limited)  

	2.4 เทคนิคและเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้ 
	2.4.1 QC 7 Tools 
	(1) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 
	(2) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
	(3) แผนภาพพาเรโต้ (Pareto Diagram) 
	(4) กราฟ (Graph) 
	(5) ฮีสโทแกรม (Histogram) 
	(6) แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) 
	(7) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

	2.4.2 การป้องกันความผิดพลาด (Poka yoke) 
	Pokayoke หมายถึงการป้องกันความผิดพลาดล่วงหน้า แทนการยอมรับว่าจะต้องมีชิ้นส่วนชำรุดเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ หรือแทนการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นเพื่อป้องกันความผิดพลาด อุปกรณ์ที่เป็น Pokayoke ถูกพัฒนาเพื่อป้องกันความเสียหายแต่เนิ่นๆ เป้าหมายก็คือ ความเสียหายเป็นศูนย์ และเมื่อมีชิ้นส่วนเสียหายหรือชำรุดในระบบการผลิตแบบพอเหมาะ ระบบจะหยุดชั่วคราวจนกว่าจะหาข้อผิดพลาดได้ และเมื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว อุปกรณ์หรือกระบวนการ Pokayoke จะถูกติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก อุปกรณ์ Pokayoke ส่วนใหญ่จะเป็นแท่นยึดจับหรือเซ็นเซอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานมีการวางตัวอย่างถูกต้อง และผลิตได้อย่างถูกต้อง อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีราคาถูกๆ จนถึงแบบแพงมาก ขึ้นกับสถานการณ์และระบบการผลิตนั้นๆ ตัวอย่างของอุปกรณ์ Pokayoke แบบง่ายแสดงดังภาพที่ 2.10  

	2.4.3 เทคนิคการคิดหาวิธีการปรับปรุงงานแบบ ECRS 
	(1) ขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น (Eliminate) เป็นการขจัดงานหรือขั้นตอนที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า เช่นการขจัดมูดะ 7 ประการ ได้แก่ การผลิตมากเกินไป การเก็บของที่ไม่จำเป็น การขนส่ง/ ขนย้าย/ขนถ่ายที่ไม่จำเป็น การเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง กระบวนการทำงานขาดประสิทธิภาพ การรอคอย การผลิตของเสีย/ แก้ไขของเสีย 
	(2) หาวิธีการจับมารวมกัน (Combine) เป็นการรวมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติที่คล้ายกันรวมเป็นขั้นตอนเดียวกัน เช่น การรวมกระบวนการย่อยๆหลายกระบวนการมาเป็นขั้นตอนเดียว 
	(3) จัดเรียงใหม่ (Rearrange) เป็นการนำข้อมูลการวิเคราะห์มาจัดลำดับขั้นตอนระบบงานใหม เช่น การสลับขั้นตอนการทำงานให้มีการทำงานที่ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
	(4) การทำให้ง่ายขึ้น (Simplify) เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดขั้นตอนและการทำงานที่สะดวกขึ้น เช่น การมีอุปกรณชวย เปลี่ยนวิธีการหรือหลักการ 

	2.4.4 แผนภูมิกระบวนการ (Work flow process chart) 
	แผนภูมิกระบวนการ Work flow process chart คือ เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่แยกแยะขั้นตอนการไหลของงานกระบวนการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงสถานะของเวลาที่ใช้หรือระยะทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือการศึกษาเรื่องการวัดการใช้เวลาและการเคลื่อนไหวของงาน Time And Motion Study โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากลักษณะงานใน 5 ประเด็นดังตารางที่ 2.7 
	2.4.5 เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis 


	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย 
	3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กรกรณีศึกษา 
	3.2 กระบวนการผลิตชิ้นงาน Low Profile Quad Flat Package 120 Pin (LQFP120P) 
	3.2.1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตชิ้นงาน LQFP120P  

	3.3 การประเมินและวิเคราะห์ช่องว่าง(Gap Analysis)  
	3.4 ระบุหัวข้อประเด็นการพัฒนา 
	3.5 วิเคราะห์ปัญหา 
	3.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
	3.5.2 บ่งชี้ประเด็นปัญหา 
	3.5.3 การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 
	3.5.4 การจำแนกปัญหาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 


	 ผลของการวิจัย 
	4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและการดำเนินการปรับปรุง 
	4.1.1 ปัจจัยที่ 1 วิธีการ setup ใช้ Lead frame จำนวนมาก  
	                    วิธีการตั้งค่าเครื่องจักรในปัจจุบัน มีการตั้งค่าโดย คำนึงถึงตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพงาน ได้แก่ ค่าความเยื้องในแนว X-Y (X-Y Dislocation) และค่าการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste distribution)  
	                    
	ภาพที่ 4.1 
	ภาพที่ 4.2 
	4.1.2 ปัจจัยที่ 2 Lead Frame ใช้ตั้งค่าได้ครั้งเดียว, ปัจจัยที่ 3 วิธีการตั้งค่าใช้ Lead Frame แล้วต้องทิ้ง และปัจจัยที่ 4 การใช้ LF จริงในการตั้งค่าเครื่องจักร 
	4.1.3 ทดลองนำการปรับปรุงทั้ง 2 ด้าน ไปทดสอบใช้งาน 
	                    เป็นการทดลองนำวิธีการการปรับปรุงทั้ง 2 ด้าน คือ วิธีการตั้งค่าเครื่องจักร และการใช้ Lead frame เคลือบพลาสติกใสแทน Lead frame จริง ไปทดสอบใช้งาน โดยวิเคราะห์ผลในด้านคุณภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งมีตัวแปรที่สำคัญคือ  
	(1) การตรวจสอบการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste)   มีการควบคุมคุณลักษณะ คือ ต้องมีกาวประสาน (AG Paste) ออกมาด้านข้าง chip ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ด้าน ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลแบบ attribute การตรวจสอบจะใช้การตรวจผ่านกล้องไมโครสโคปที่กำลังขยาย 20 เท่า ซึ่งเกณฑ์การตัดสินใจงานเป็นดังภาพประกอบด้านล่างนี้  


	4.2 สรุปผล ก่อนและหลังการปรับปรุง 
	4.3 ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุง 

	บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะในอนาคต 
	5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวทางการปรับปรุง 
	5.1.1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสูญเสีย Lead frame คือ 
	5.1.2 แนวทางการปรับปรุง 

	5.2 ผลการปรับปรุงกระบวนการ 
	5.3 ผลการดำเนินการที่เชื่อมโยงไปยังเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหมวดอื่นๆ 
	 (1) จากการที่ได้มีการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบลง ส่งผลต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลงด้วย นั่นทำให้สามารถลดราคาสินค้าลดลงได้ เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น (การเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 3 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า) 
	 (2) เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ร่วมกันและยังสามารถนำความรู้และแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรได้  (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 4 การจัดการความรู้) 
	 (3) จากการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ มีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการใช้ความรู้ในการที่มีอยู่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้กระบวนการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้เป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของพนักงาน  (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการใช้ความรู้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล) 
	 (4) การที่สามารถลดต้นทุนของการใช้วัตถุดิบ Lead frame ลงได้ ส่งผลถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยรวมลดลงด้วย ซึ่งทำให้สัดส่วนกำไรเพิ่มมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความสามารถในด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจอีกทางหนึ่ง (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางด้านธุรกิจ)   

	5.4 ข้อเสนอแนะในอนาคต 
	(1) เนื่องจากการศึกษากรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีข้อจำกัดหลายอย่างในการดำเนินงาน ดังนั้นหากผู้ที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับหน่วยงานควรได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากทุกฝ่าย 
	(2) การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาแนวทางของ Best Practice เพียง 2 องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ซึ่งปัจจุบันมี 3 องค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและการปรับปรุงองค์กร การศึกษาครั้งต่อไปผู้ทำการศึกษาควรศึกษาแนวทางปฏิบัติจากองค์กรอื่นๆที่ได้รับรางวัล Best Practice เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินการและปรับปรุงองค์กรที่หลากหลายและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
	(3) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นำเสนอหัวข้อที่ทำการปรับปรุงตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวดที่ 6.2 ข ที่ว่าด้วยการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการเพียงกระบวนการหนึ่งเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการอื่นๆ ต่อจากนี้  






